SOLIDWORKS FLOW SIMULATION: .
MODULO DE REFRIGERACION DE .
DISPOSITIVOS ELECTRONICOS e

La herramienta de simulacion de refrigeracion de dispositivos _
electronicos mas completa ' ‘ -

El modulo de refrigeracién de dispositivos
electrénicos ayuda a los disefiadores a probar
y optimizar el rendimiento térmico de los
componentes electrénicos y los sistemas PCB.

Madulo de refrigeracion de dispositivos electronicos

El médulo de refrigeracion de dispositivos electronicos de SolidWorks Flow Simulacién de flujo para ingenieros

Simulation evalua las propiedades térmicas y los requisitos de refrigeracion El software SolidWorks® Flow Simulation '
de componentes estandares. Este modulo, que incluye herramientas productivas es una herramienta (til que elimina

de analisis y una funcionalidad de simulacion mejorada, ofrece a los disefiadores la complejidad de la dinamica de fluidos

e ingenieros un fantastico conjunto de herramientas que les permiten hacer computacional (CFD) para disefiadores .

frente a los complicados retos del disefio de carcasas de dispositivos

. e ingenieros. Podra simular de forma
electronicos.

rapida y sencilla el flujo de fluidos,

* Optimizacion de flujo de aire: garantizar el volumen correcto de flujo la transferencia del calor y las fuerzas
de refrigeracion para todos los componentes es un reto de ingenieria de fluidos cuando estas interacciones
primordial. La optimizacion del flujo de aire puede requerir el sean vitales para el éxito de su disefio.
desplazamiento de los componentes electronicos o la creacion de El médulo de refrigeracién de dispositivos
deflectores y conductos de aire. electrénicos proporciona herramientas

especificas del sector y metodologias
que suponen una facilidad de uso,
una potencia y una productividad
inigualables.

* Disefio térmico de producto: debe comprenderse el comportamiento
térmico global para garantizar un correcto funcionamiento del producto,
que incluye los ciclos de calentamiento y enfriamiento y la temperatura
maxima en carga.

* Disefio/seleccion de disipador térmico: la seleccion del disipador térmico
adecuado puede resultar fundamental en el ciclo de vida util del
componente que se va a refrigerar. Para determinar cual es el disipador
térmico adecuado, es necesario conocer el flujo de aire total y el impacto
térmico de los componentes de la placa de circuito impreso (PCB, por sus
siglas en inglés).

* Simulacion térmica de PCB: el estudio de la PCB de forma aislada permite
al disefiador evaluar la ubicacion de los componentes as{ como utilizar
conductos de calor, almohadillas térmicas y diversos materiales de
interfaz.

¢ Seleccion de ventilador: la optimizacidn de la seleccidn y ubicacién
del ventilador puede tener un impacto drastico en el rendimiento

térmico global de un disefio. D7S
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Herramientas especificas del sector: el modulo de refrigeracion de dispositivos
electrdnicos esta dirigido especialmente a los ingenieros mecanicos encargados del
disefio de las carcasas de componentes electronicos. Las herramientas son faciles
de usar al mismo tiempo que ofrecen una excepcional capacidad de simulacion:

* Efecto Joule: el efecto Joule calcula la corriente eléctrica directa
estacionaria en los sélidos electroconductivos y se incluye de forma
automatica en los calculos de transferencia de calor.

 Componentes de dos resistores: el modelo compacto de dos resistores es un
modelo basado en pruebas que cumple el estandar de la JEDEC. Representan
una mejora significativa en la precision de la prediccion de resultados
absolutos en comparacion con las métricas tradicionales de un solo resistor
de las carcasas de dispositivos electronicos con monochip.

* Conductos de calor: método sencillo y practico que permite modelar
el enfoque predominante de refrigeracion en portatiles y en otros
disefios con espacios restringidos o refrigeracion de conductos.

= e

El mddulo de refrigeracion de dispositivos electrénicos le permite modelar conductos
de calor de manera sencilla y eficaz.

* Generadores de PCB: permite obtener de forma automatica los valores de
la conductividad térmica biaxial derivados de la estructura de la PCB asi
como de las propiedades del conductor especificado y de los materiales
dieléctricos. Enfoque sencillo y estandar que determina las propiedades
fisicas de las PCB de multiples capas.

* Base de datos de ingenieria: una base de datos de ingenier(a mejorada
que incluye una amplia gama de sdlidos, ventiladores, refrigeradores
termoeléctricos y componentes de dos resistores. También se ha afiadido
una biblioteca de sélidos y materiales de interfaz que representan
carcasas de circuitos integrados (Cl) habituales.

El mddulo de refrigeracion de dispositivos electrénicos permite a los ingenieros
y disefiadores crear de forma rapida y precisa sistemas electrénicos complejos
para el analisis térmico. El médulo de refrigeracidn de dispositivos electrénicos,
gracias a su facilidad de uso y a las herramientas especificas del sector que
incluye, garantiza una productividad maxima del analisis junto con una fidelidad
de simulacion mejorada.

Visite www.solidworks.es/simulation o pdngase en contacto con el distribuidor
local autorizado de SolidWorks para obtener mas informacion.

Calor en joules con volumen especifico [W/m”3]

Puede obtener informacién sobre la conducta
de componentes resistentes con el efecto Joule.

Oficinas Corporativas Oficinas centrales Europa
Dassault Systémes Teléfono: +33-(0)4-13-10-80-20
SolidWorks Corp. Email: infoeurope@solidworks.com
300 Baker Avenue

Concord, MA 01742 USA Oficinas en Espafia

Teléfono: +1-978-371-5011 Teléfono: +34-902-147-741

Email: info@solidworks.com Email: infospain@solidworks.com

SolidWorks es una marca registrada de Dassault Systémes SolidWorks Corp. Otras marcas y nombres de productos son marcas

registradas de los respectivos propietarios. ©2011 Dassault Systémes. Reservados todos los derechos. MKSIMELECTDATAESP0411

2
AY
SOLIDWORKS

LET'S GO DESIGN






